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前  言 

 

本手册以半导体安装技术人员为对象，对超小型封装SNT (Small outline Non-leaded Thin package) 的特征、外观

形状、安装性能、信赖性以及捆包方式等进行了相应的说明。 

关于本公司CMOS IC的品质保证系统、使用上的注意事项以及各产品的电气特性，请参阅本公司的 "CMOS IC数据

手册" 以及各产品的数据表。 

此外，关于推荐条件，因所使用的材料、条件、环境等因素的不同，有可能需要改变相应的条件。 
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1. SNT的特征 
 
1. 1 SNT的概要 

SNT (Small outline Non-leaded Thin package) 是安装在印刷基板表面上的，树脂密封型的超小型、薄型、轻量型封装。 
SNT系列产品的最大厚度为0.5 mm，已经达到非常薄的程度，特别适用于需要抑制安装零部件高度的产品上。 

 
● SNT-4A的封装尺寸为1.60 mm1.20 mm，与以往的小型封装相比，实际的安装面积为SOT-23-5的1 / 4以下、SC-82AB

的1 / 2以下，是极为小型的封装产品。 

 
● SNT-6A以及SNT-6A(H)的封装尺寸为1.80 mm1.57 mm，与以往的小型封装相比，实际安装面积约为SOT-23-6的1 / 3, 

6-Pin SNB(B)的3 / 4，是极为小型的封装产品。 

 
● SNT-8A的封装尺寸为2.46 mm1.97 mm，与以往的小型封装相比，实际安装面积约为8-Pin TSSOP的1 / 4, 8-Pin MSOP

的1 / 2以下，是极为小型的封装产品。 

 
如图1 ~ 图6所示，显示了与以往的小型封装相比的外形尺寸比较。 
同时，SNT封装不仅为超小型、薄型的封装产品，而且与本公司的小型封装产品一样，可以满足同等的信赖性等级。(请参

阅表3)。 

 
表1 SNT的特征 

项目 规格 

封装名称 SNT-4A, SNT-6A, SNT-6A(H), SNT-8A 
引脚数 4, 6, 8 
密封形式 树脂密封 

外形尺寸 (mm) 

L W H 

SNT-4A : 1.60 1.20 0.5 (最大值) 
SNT-6A : 1.80 1.57 0.5 (最大值) 
SNT-6A(H) : 1.80 1.57 0.5 (最大值) 
SNT-8A : 2.46 1.97 0.5 (最大值) 

引脚之间间距 (mm) 

SNT-4A : 0.65 
SNT-6A : 0.5 
SNT-6A(H) : 0.5 
SNT-8A : 0.5 

引脚材料 / 表面处理 Cu / Sn-Bi, Sn 100% 
镀金厚度 大约10 m 

封装重量 (mg) 

SNT-4A : 2.4 
SNT-6A : 3.6 
SNT-6A(H) : 3.5 
SNT-8A : 6.9  

信赖性测试等级 JEDEC等级1 
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1. 2 SNT的外形 

 
1. 2. 1 SNT-4A 
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图1 SNT-4A外形尺寸图 
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图2 以往封装产品的外形尺寸图 
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1. 2. 2 SNT-6A, SNT-6A(H) 
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图3 SNT-6A, SNT-6A(H)外形尺寸图 
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图4 以往封装产品的外形尺寸图 
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1. 2. 3 SNT-8A 
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图5 SNT-8A外形尺寸图 
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图6 以往封装产品的外形尺寸图 
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2. SNT的构成部件 
 

表2 封装本体以及带卷材料 

封装以及带卷构成部位 材料 

密封树脂 环氧系树脂 

导线框架 Cu 
引脚表面处理 Sn-Bi, Sn 100% 
键合引线 Au99.99%以上 

粘合剂 包含Ag填充材料的环氧系树脂 

压纹卷带 PS 
封盖卷带 PET 
带卷 PS 
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3. 安装方法 
 
3. 1 SNT封装的冲洗方法 

为了除去工序中所产生的污染或焊锡时所使用的溶剂而进行各种各样的冲洗时，有可能由于冲洗而对产品造成不良的影响。

请参照以下的推荐条件和注意事项: 
 
3. 1. 1 推荐条件 

冲洗液 

 乙醇酒精、异丙酯酒精、己烷、纯净水 

 
超音波冲洗条件 

 频率 : 24 kHz ~ 36 kHz 

 输出 : 150 W ~ 400 W / 10公升 

 时间 : 2分 ~ 3分钟 

 被冲洗物品不产生共振 

 
浸泡条件 

 液体温度 : 60C以下 

 
3. 1. 2 注意事项 

 请不要使用氯系的強溶剂。 

 请避免高温或急剧加热、急剧冷却。 

 请尽量缩短冲洗时间。 

 
注意 所推荐的冲洗条件仅供参考，并非保证条件。在实际进行冲洗时，请事先利用样品等进行确认之后，再予以实施。 

 
 
3. 2 保管方法 

SNT与其他的表面安装型封装产品一样，具有吸收空气中水分的性质。 
所吸收的水分量过多，有可能在安装过程中，因所吸取的水分发生膨胀，导致IC芯片与树脂的接触面脱离、或使树脂发生裂

缝。关于保管条件，与本公司的其他封装产品相同，适用在 Ta = 5C ~ 30C, RH = 40% ~ 70%的条件下，推荐保管在更

低的湿度环境下。 
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3. 3 基板焊盘布局和焊锡印刷掩膜 

 
为了得到SNT封装良好的安装性能，在设计基板时，请遵守推荐焊盘模式、焊盘模式的容许尺寸和掩膜规格。 

 
3. 3. 1 SNT封装的推荐焊盘模式 

(1)  SNT-4A (2)  SNT-6A, SNT-6A(H) 

0.
52

0.
52

1.
16

0.3 0.35 0.3 Unit : mm 

 
0.3 0.2 0.3 0.30.2

0.
52

1.
36

0.
52

Unit : mm
*1

*1

 

 

 *1  SNT-6A(H)的#2端子与#5端子处于同一电位，请务必将

这两个端子连接到焊盘上。 

图7 图8 

  
(3)  SNT-8A  

0.
52

0.
52

2.
01

0.3 0.2 0.3 0.2 0.3 0.2 0.3 Unit : mm 

 

 

图9  
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3. 3. 2 SNT封装焊盘模式的容许尺寸和掩膜规格 

在设计SNT封装的基板时，请遵守图10所示的数值。 
图10的说明是以SNT-6A封装为例，SNT-4A, SNT-6A(H), SNT-8A封装也可适用同样的设计规则。 

 

(1)  焊盘模式的容许尺寸 

 

0 min. 
0.05 max. 

0.025 min. 
0.05 typ. 

1.10 ~ 1.20 (SNT-4A) 
1.30 ~ 1.40 (SNT-6A) 

1.30 ~ 1.40 (SNT-6A(H)) 
1.96 ~ 2.06 (SNT-8A) 

*2 
0.2 min. 
0.3 typ.  

0.45 min. 
0.52 typ. 

封装引脚 

封装 焊盘模式 

 
*1 0.25 min. 
   0.30 typ. 

掩膜开口率100% 

印刷基板 

焊锡印刷掩膜 

焊盘模式 阻焊膜 

掩膜厚度 

0.12 

*3 

*4 

Unit : mm  
图10 

*1. 请注意焊盘模式的宽度 (0.25 mm min. / 0.30 mm typ.)。  
为了使SNT封装的引脚充分上锡，焊盘模式的宽度必须大于引脚的宽度，从而能使焊锡从引脚的两侧爬上。 

*2. 请向引脚的前端方向扩展焊盘模式 (0.2 mm min. / 0.3 mm typ.)。 
SNT封装的焊锡也需从引脚的前端爬上，因此，请确保引脚前端部分的焊盘模式长度在0.2 mm以上。 

*3. 请勿向封装中间的*3所示的范围内扩大焊盘模式。 

(SNT-4A: 1.10 mm ~ 1.20 mm, SNT-6A: 1.30 mm ~ 1.40 mm, SNT-6A(H): 1.30 mm ~ 1.40 mm, SNT-8A: 1.96 mm ~ 2.06 mm)
因为SNT封装是平坦封装，如果焊锡流入封装的下面就会顶起封装。所以，请勿向规定范围内扩大焊盘模式。 

*4. 为了使引脚顺利上锡，必须有充分的焊锡量。 

在焊盘模式上，请使用开口率100%，厚度0.12 mm的掩膜来确保焊锡量。 

 

注意  图10所示的是基板安装完成后的数值。在制造基板时，请顾虑公差尺寸。 
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(2)  掩膜规格 

推荐掩膜规格为开口率100%，厚度0.12 mm。如图11所示，掩膜的开口尺寸和开口位置请与焊盘模式对齐。 

 

 

 

 

 

 

 

 

封装 

掩膜开口 (点线部分) 

焊盘模式 

封装引脚 

 
图11 

 
在使用低于厚度0.12 mm的掩膜时，为了确保焊锡量，可通过扩展掩膜开口部分来进行调整。但是，在扩展掩膜开口部

分时，应如图12所示，向引脚的前端方向扩展。请不要如图13所示，向引脚的内侧 (封装的下面) 扩展。 

 

 

 

 

 

 

 

 

封装 

掩膜开口 (点线部分) 

焊盘模式 

封装引脚 

 
图12  掩膜开口向引脚前端方向扩展示例 

 

 

 

 

 

 

 

 

封装 

掩膜开口 (点线部分) 

焊盘模式 

封装引脚 

 
图13  掩膜开口向引脚内侧扩展示例 (不良品示例) 
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3. 3. 3 基板设计时的注意事项 (阻焊膜的开口形状和位置) 

在设计SNT封装的基板时，请把各个端子的阻焊膜开口设计为相同形状。另外，如图14所示，如果有布线模式在内侧时也

要对齐阻焊膜开口部分的两端分别在同一直线上。图14的说明是以SNT-6A封装为例，相对端子的阻焊膜开口间，请确保 

1.30 mm以上的间隔。SNT-4A, SNT-6A(H), SNT-8A封装也可适用同样的阻焊膜设计规则。 

(1)  如果对齐阻焊膜开口部分的两端分别在同一直线上，焊锡就能均等地流入各个焊盘模式，从而得到良好的安装性能。 

 

1.10 mm以上 
(SNT-4A) 

1.30 mm以上 
(SNT-6A) 

1.30 mm以上 
(SNT-6A(H)) 
1.96 mm以上 

(SNT-8A) 

阻焊膜开口部分 
布线模式 

在外侧的示例 

 

布线模式 

在内侧的示例 

焊盘模式 

 
图14  对齐阻焊膜开口部分位置的示例 

(2)  如果没有对齐阻焊膜开口部分的两端分别在同一直线上，焊锡就不能均等地流入各个焊盘模式，从而得不到良好的安

装性能。 

1.30 mm未満 不足1.30 mm 

焊盘模式 

布线模式 

间隙 间隙 间隙 间隙 

阻焊膜开口部分 

 
图15  没有对齐阻焊膜开口部分位置的示例 (不良品示例) 

 
注意 1. 如在树脂型封装的下面有丝网印刷、焊锡印刷等，封装会被顶起。因此，请不要在封装下面印刷。 

2. 如需在封装下面进行布线时，线路上的阻焊膜等的厚度 (从焊盘模式表面起) 请控制在0.03 mm以下。请参阅图16。 

 

 
0.03 mm以下 

 
图16 



SNT 封装的应用指南
Rev.6.5_02

 

 17

 
3. 4 位置关系 

 
推荐安装焊盘模式与封装的位置关系如下所示。 

 
(1) SNT-4A 

 

3.0
3.0

53.0

1.16 0.52

1.16 0.520.52

1.60

2.0

0.52

Unit : mm 
 
 
 

图17 SNT-4A 推荐安装焊盘模式与封装的位置关系 



SNT 封装的应用指南 
Rev.6.5_02 

 

 18

 
(2) SNT-6A, SNT-6A(H) 

 
3.0

3.0
3.0

0.52 1.36 0.52

2.0
2.0

1.36 0.520.52

1.80

2.0

Unit : mm 
 
 
 

图18 SNT-6A, SNT-6A(H) 推荐安装焊盘模式与封装的位置关系 
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(3) SNT-8A 

 

3.0
3.0

3.0

0.52 2.01 0.52

2.0
2.0

2.01 0.520.52

2.46

2.0

3.0
2.0

Unit : mm 
 
 
 

图 19 SNT-8A 推荐安装焊盘模式与封装的位置关系 
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3. 5 SNT安装時的推荐回流温度变化曲线 

 
因回流设备，使用基板的规格等的不同，回流条件也不同，本公司在针对耐热性能进行评价时所利用的回流温度变化曲线，

如下图所示。 

 

200

100

300

90 s

1 ~ 5°C / s

Max.  10 s

1 ~ 4°C / s

220°C   80 s

TMAX = 260°C 230°C   60 s

180°C

 
加热回数 : 最多3回 

 
图20 回流温度变化曲线 

 
 
3. 6 手工焊接的注意事项 

 
采用手工焊接时，请在下述条件的范围内进行焊接工作。 

(1) 焊接溶液的温度应保持在380C, 5秒以内。 
(2) 树脂部分的温度应保持在235C, 10秒以内。 
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4. 标记 
 
SNT的标记如下所示。 

 
4. 1 SNT-4A的标记规格 
 

(1) (2) (3)

(4) (6) (8)

(5) (7) (9)

 
 

 
图21  SNT-4A的标记规格 

 
 

4. 2 SNT-6A, SNT-6A(H)的标记规格 
 

(1) (2) (3)

(7) (9) (11)

(8) (10) (12)

(4) (5) (6)

 
 

图22 SNT-6A, SNT-6A(H)的标记规格 
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4. 3 SNT-8A的标记规格 
 

(1) (2) (3) (4)

(5) (6) (7) (8)

(9) (10) (11)

 
 

图23 SNT-8A的标记规格 
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5. 捆包规格 
 

SNT的带卷规格以及捆包方式如下所示。 

 
5. 1 收容个数 

 
收容个数 : 5000个 / 带卷 

 
5. 2 压纹卷带以及带卷规格 
 
 

 
 

图24 压纹卷带以及带卷规格 

 
5. 2. 1 SNT-4A的卷带图面 

 

8
.0

±0
.2

3
.5

±0
.0

5
1
.7

5
±0

.1

4.0±0.1

4.0±0.1

2.0±0.05φ 1.5
+0.1
 -0

φ 0.5
+0.1
 -0

1.45±0.1

1
.8

±0
.1

0.65±0.05

0.25±0.05

5°

5
°

Unit : mm  
 

图25 SNT-4A的卷带图面 
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5. 2. 2 SNT-6A, SNT-6A(H)的卷带图面 

 

8
.0

±0
.2

3
.5

±0
.0

5
1
.7

5
±
0
.1

4.0±0.1

4.0±0.1

2.0±0.05φ 1.5
+0.1
 -0

φ 0.5
+0.1
 -0

1.85±0.05

2
.0

5
±0

.0
5

0.65±0.05

0.25±0.05

5°

5
°

Unit : mm  
 

图26 SNT-6A, SNT-6A(H)的卷带图面 

 
5. 2. 3 SNT-8A的卷带图面 

 
8
.0

±0
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3
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±0
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5
1
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5
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5
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图27 SNT-8A的卷带图面 
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5. 3 带卷图面 

 
SNT-4A, SNT-6A, SNT-6A(H), SNT-8A的带卷图面如下所示。 

 

Unit : mm  
 

图28 SNT-4A, SNT-6A, SNT-6A(H), SNT-8A的带卷图面 
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6. 参考资料 
 
6. 1 SNT的信赖性评价 

 
表3 SNT信赖性评价标准 

信赖性评价项目 条  件 判断标准 (r / n) 

高温偏压测试 125C, VDD = VABS (最大值)0.9, 1000 h 0 / 22 
高温高湿偏压测试 85C, 85%, VDD = VABS (最大值)0.9, 1000 h 0 / 22 
高温放置测试 150C, 1000 h 0 / 22 
低温放置测试 65C, 1000 h 0 / 22 
高温高压偏压测试 125C, 85%, 2 atm, 200 h, VDD = VABS (最大值)0.9 0 / 22 
温度循环周期测试 65C ~ 150C 200个周期 0 / 22 
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6. 2 SNT的安装性能评价 
 

表4 SNT安装性能评价结果 

安装性能评价项目 结  果 主要条件 

(1) 焊接受潮性 

○ (r / n = 0 / 5) 
平均值 : 0.54秒 
最小值 : 0.47秒 
最大值 : 0.60秒 

弧面状沾锡 
焊接 :  Sn-3.0Ag-0.5Cu 
焊槽温度 : 230C 
判断 :  3秒之内合格 

(2) 粘结测试 

○ (r / n = 0 / 5) 

SNT-4A : 15.0 N 
SNT-6A : 24.7 N 
SNT-8A : 35.2 N 

按照EIAJ ET-7403的测试方法。 
判断 :  在10 N的条件下施加压力10秒也不发生脱离 

(外观检查) 
参考数据 : 从封装的侧面，利用工具顶撞，来测定破坏强度。(数

据为n = 5的平均值) 

 

(3) 基板反复弯曲测试 ○ (r / n = 0 / 5) 

基板弯曲程度 : mm 
反复次数 :  1500次 
弯曲间隔 :  45 mm 
判断 :  测定电阻值的变化在初始值的2倍以内的范围内。

在外观上没有问题。 

(4) 基板弯曲极限 ○ (r / n = 0 / 5) 

最大弯曲程度 : 3 mm 
弯曲间隔 : 45 mm 
判断 : 测定电阻值的变化在初始值的2倍以内的范围内。

在外观上没有问题。 

(5) 自然落下测试 ○ (r / n = 0 / 5) 

用100 g的工具将安装了SNT的基板固定好。 
从高达170 cm处落下16次 (底面6次 其他5面 各2次) 
落下面 : 水泥地或钢板 
判断 : 测定电阻值的变化在初始值的2倍以内的范围内。 

在外观上没有问题。 

(6) 金属须评价 
没有发生金属须 
(n = 各测试3个) 

温度循环周期 : 40C ~ 85C 1000个周期 
高温高湿放置 : 60C 90% 1000 h 
常温放置10个月･･･继续评价中 

(3) ~ (5)的测试在封装内部形成菊花链，并且确认了电阻值没有上升。 

 
 各种评价所使用的基板 

 
FR4单面基板 
厚度 = 1.0 mm 
焊盘模式表面处理 = Au镀金 

 
 在执行各种测试之前 (基板安装之前)，对封装实施了预处理。 

(预处理条件 = 105C 100% 8 h存放) 

 
● 印刷掩膜 

掩膜厚度 = 100 m 
掩膜开口率 = 100% 
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6. 3 SNT的容许功耗 

 

表5 SNT的ja测定値 

封装名称 ja (°C/W) 
SNT-4A 290 

SNT-6A 240 

SNT-6A(H) 200 

SNT-8A 220 

 
[评价基板] 

基板尺寸 : 114.3 mm 76.2 mm t1.6 mm 
名称 : JEDEC STANDARD51-7 

 
(1) SNT-4A (2) SNT-6A 
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图29 SNT-4A容许功耗 

 
 

图30 SNT-6A容许功耗 

 
 

(3) SNT-6A(H) (4) SNT-8A 
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图31 SNT-6A(H)容许功耗 图32 SNT-8A容许功耗 
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